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Abstract (en)
Wooden flooring comprises a thick top layer (1), a bottom layer (2) and an intermediate layer (3) which are bound together with a joint-filling
adhesive. The surfaces of the top and bottom layer which are glued are unplaned.

Abstract (de)
HolzfuBboden, bestehend aus mindestens zwei Gbereinander liegenden und unter Zwischenschaltung einer diinneren Sperrschicht durch eine
fugenfillende Verklebung verbundenen Schichten. Durch eine solche Verklebung werden Risse und Hohlrdume im Holz ausgefullt und damit eine
Qualtitatsverbesserung erreicht. <IMAGE>
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